烙铁焊接技术

前言：
电烙铁是我厂生产中使用较多的工具，但一名新员工要掌握使用烙铁的全部技术并能达到要求往往需要很长时间（并会出现多次问题后）；另外焊接过程的质量对产品品质影响极大，我们的产品在市场上因焊点问题造成的返修机占所有返修机的30％以上。我在多年的基层实际操作中发现，焊接这门技术并不是难学或难度大，主要是基层管理人员没有对焊接人员进行有效的理论培训与实际指导。这里进行了一些经验总结，希望对所有基层管理人员与焊接人员有所帮助。
一、焊接方法
烙铁焊接是传统的焊接方法，是一项实践性很强的技能,在了解一般方法后,要多练;多实践,才能有较好的焊接质量。
1、焊接握电烙铁的方法：有正握、反握及握笔式三种。我们焊接元器件及维修电路板时以握笔式较为方便。
    四步骤焊接：①准备：清洁被焊元件处的积尘及油污贴纸以及焊接部位的氧化层等（贴片焊接还需将被焊元器件周围的元器件左右掰一掰，让电烙铁头可以触到被焊元器件的焊锡处，以免烙铁头伸向焊接处时烫坏其他元器件），焊接导线时（自制）应对导线的线头镀锡。②加热焊接：将烙铁头接触被焊元器件脚同时加焊锡丝约几秒钟，待焊锡丝完全熔化、浸润到元件脚与PCB铜箔上即可；若是要拆下PCB板上的元器件，则待烙铁头加热后，用手或镊子轻轻拉动元器件，看是否可以取下。③清理焊接面：若所焊部位焊锡过多，可将烙铁头上的焊锡甩到锡盒里(注意不要烫伤皮肤,也不要甩到PCB板与台面上!)，用光烙铁头“沾”些焊锡出来。若焊点焊锡过少、不圆滑时，可以用烙铁头加些焊锡丝对焊点进行补焊。④检查焊点：看焊点是否圆润、光亮、牢固，是否有与周围元器件连焊的现象。
特别提示：焊接时一定要控制好时间，太长，PCB板将被烧焦，或造成铜箔起翘；从PCB板上拆卸元件时，可将烙铁头贴在焊点上，待焊点上的锡熔化后，才能将元件拔出；手工拆IC时在IC焊点周围贴上美纹纸以保护旁边元件（特别是贴片类元件），再用烙铁加锡转动让IC所有的焊脚受热，必须待IC全部焊脚熔化后方可取下IC，切忌半边先翘起来的错误做法。
二、焊接质量不高的原因
焊接对焊点的要求是：①电连接性能良好；②有一定的机械强度；③光滑圆润。
    造成焊接质量不高的常见原因基本有6点：①焊锡丝用量过多，形成焊点的锡堆积；焊锡过少，不足以包裹焊点；②冷焊：焊接时烙铁温度过低或加热时间不足，焊锡未完全熔化、浸润、焊锡表面不光亮（不光滑），有细小裂纹（如同豆腐渣一样）；③夹松香焊接：焊锡与元器件或PCB板之间夹杂着一层松香，造成电连接不良。若夹杂加热不足的松香，则焊点下有一层黄褐色松香膜；若加热温度太高，则焊点下有一层碳化松香的黑色膜。对于有加热不足的松香膜的情况，可以用烙铁进行补焊。对于已形成黑膜的，则要"吃"净焊锡，清洁被焊元器件或印刷板表面，重新进行焊接才行；④焊锡连桥：指焊锡量过多，造成元器件的焊点之间短路。这在对超小元器件及细小PCB板进行焊接时要尤其要注意；⑤焊剂过量：焊点周围松香残渣很多。当少量松香残留时,可以用电烙铁再轻轻加热一下,让松香挥发掉,也可以用抹机水擦去多余的松香或焊剂（一般我们有安排洗板）。⑥焊点表面的焊锡形成尖锐的突尖。这多是由于加热温度不足或焊剂过少，烙铁烫太长以及烙铁离开焊点时角度不当浩成的内
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三、易损元器件的焊接
易损元器件是指在安装焊接过程中，受热或接触电烙铁时容易造成损坏的元器件，例如贴片插座、导线焊接、塑封引脚的元件等。易损元器件在焊接前要认真作好表面清洁、镀锡等准备工作，焊接时切忌长时间反复烫焊，烙铁头及烙铁温度要选择适当，确保一次焊接成功。焊接解码板IC元件多的防静电元件最好使用防静电接地恒温烙铁，以防止静电或电烙铁的微弱漏电而损坏IC电路。由于解码板电路引线间距很小，要选择合适的烙铁头及温度，防止引线间连锡。焊接集成电路最好先焊接地端、输出端、电源端、再焊输入端。
四、烙铁使用安全注意事项

使用前，应认真检查电源插头、电源线有无损坏，并检查烙铁头是否松动。电烙铁使用中不能用力敲击，要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时，一定要甩到锡盒不可乱甩，以防烫伤他人。

焊接过程中，烙铁不能到处乱放，必须放在烙铁架上。注意任何时候电源线不可搭在烙铁头上，以防烫坏绝缘层而发生事故。
    烙铁使用结束后，应及时切断电源，拔下电源插头并将电源线绕起扎好。
为了方便焊接操作特别是维修工，常采用尖嘴钳、偏口钳、镊子和小刀等做为辅助工具，也应学会正确使用这些工具。
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